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Fig. 1

Oberflachenmontagetechnik (SMT) ermdglicht.

(57) Abstract: Described is an antenna arrangement comprising a printed
circuit board having a front face and a rear face as well as an antenna
structure on the front face and/or the rear face. The antenna arrangement
further comprises at least one metal-plated contact area that is located on a
face of the circuit board, is electrically connected to the antenna structure,
and is to be surface-mounted on a surface of a printed circuit board. A
design of said type allows the antenna arrangement to be mounted on a
printed circuit board using surface mount technology (SMT).

(57) Zusammenfassung: Im Folgenden wird eine Antennenanordnung
beschrieben, die eine Platine mit Vorder- und einer Riickseite aufweist
sowie eine auf der Vorderseite und/oder der Riickseite angeordneten
Antennenstruktur. Die Antennenanordnung umfasst weiter mindestens eine
an einer Stirnseite der Platine angeordnete und mit der Antennenstruktur
elektrisch verbundene metallisierte Kontaktflache zur Oberflachenmontage
an einer Oberflache einer Leiterplatte. Durch eine derartige Ausgestaltung
wird eine Montage der Antennenanordnung an einer Leiterplatte mittels
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Beschreibung

Antennenplatine fir die Oberflichenmontage

Die Erfindung betrifft eine Antennenplatine, die mit Hilfe wvon
SMD- (surface mounted device)Lottechnik mit einer Elektronik-

platine verbindbar ist.

Antennenplatinen, auch als PCB-Antennen bezeichnet (PCB =
printed circuit board), werden hdufig in Antennenmodulen in der
Fahrzeugtechnik eingesetzt. Derartige Antennenmodule werden
beispielsweise verwendet, um Funkdienste wie beispielsweise
Rundfunkempfang (analog, digital), Fernsehempfang (analog,
digital), Mobilfunk (GMS-Bander, UMTS, LTE), GPS-Information,
Fahrzeugzugangskontrollsystem, Steuerung der Wegfahrsperre,
Freigabe des Motorstarts, Vornahme von persdnlichen Einstel-
lungen, Innenraumiberwachung, Parkhilfe, Reifendruckkontrolle,
Standheizung, Fernstart, Bluetooth, WLAN, etc. zu ermdglichen.
Derartige Antennenmodule (siehe beispielsweise EP 1 903 632 BIl)
sind {iblicherweise am Fahrzeugdach angeordnet und umfassen neben
einer oder mehrerer PCB-Antennen auch Sende- und Empfangs-—
schaltungen (Transceiver—-Schaltungen), die auf einer oder

mehreren Elektronikplatinen angeordnet sind.

Eine oder mehrere PCB-Antennen sind dabei mit einer der Elek-
tronikplatinen (Leiterplatten) verbunden (z. B. durch Loten).
Eine PCB-Antenne weist dazu amPlatinenrand ausgefraste Pins auf,
die durch korrespondierende Offnungen in der Elektronikplatine,
an der die PCB-Antenne befestigt werden soll, gesteckt wird, so
dass die PCB-Antenne senkrecht zur Elektronikplatine steht. Das
Einstecken der PCB-Platine in die Offnungen der Elektronik-
platine erfolgt bei der Produktion der Antennenmodule meist
manuell. Die PCB-Antenne wird anschlieRend an den in die Elek-
tronikplatine eingesteckten Pins mittels eines selektiven
Lotverfahrens oder mit Hilfe eines Lotroboters mit der Elek-
tronikplatine verldtet. Dieser fir die Durchsteckmontage (THT,

through hole technology) der Antenne notwendige Prozess ist -
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verglichen mit anderen Bestiickungs- und Lotverfahren zur
Oberfl&chenmontage (SMT, surface mounting technology), die
beispielsweise bei SMD-Bauteilen verwendet werden kdnnen -

zeitaufwandig und kostspielig.

Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe besteht darin, eine
PCB-Antenne zur Verfiigung zu stellen, die mit den bei SMD-Bau-
teilen Uiblichen Bestilickungs— und Loétverfahren verarbeitet werden
kann. Diese Aufgabe wird durch eine Antenne gemal Anspruch 1
geldst. Unterschiedliche Ausfihrungsbeispiele und Weiterent-

wicklungen sind Gegenstand der abhidngigen Anspriiche.

Im Folgenden wird eine Antennenanordnung beschrieben, die eine
Platine mit Vorder- und einer Rlckseite aufweist sowie eine auf
der Vorderseite und/oder der Riickseite angeordnete Antennen-
struktur. Die Antennenanordnung umfasst weiter mindestens eine
an einer Stirnseite der Platine angeordnete und mit der An-
tennenstruktur elektrisch verbundene metallisierte Kontakt-
fldche zur Oberflidchenmontage an einer Oberfldche einer Lei-
terplatte. Durch eine derartige Ausgestaltung wird eine Montage
der Antennenanordnung an einer Leiterplatte mittels Oberfld-

chenmontagetechnik (SMT) erméglicht.

Die Stirnseite der Platine weist eine Kante zur Vorderseite und
eine Kante zur Riickseite auf, wobei die mindestens eine me-
tallisierte Kontaktfliche beide Kanten zumindest teilweise
umgeben kann. Die Antennenplatine kann an ihrer Stirnseite einen
Vorsprung aufweisen, der durch eine korrespondierende Offnung
(einen Schlitz) in der Leiterplatte durchsteckbar ist. Dadurch
wird eine zuverlé@ssige und korrekte Anordnung der Antennen-—
struktur an der Leiterplatte vor dem Ldten erméglicht. Der
erwahnte Vorsprung kann, muss aber keine Metallisierung auf-

weisen, da er keine elektrische Funktion erfillt.

Des Weiteren wird ein Verfahren zur Assemblierung eines An-—

tennenmoduls beschrieben. Gemal einem Ausfihrungsbeispiel um-
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fasst das Verfahren das Bereitstellen einer Leiterplatte mit

mindestens einem Lotpad sowie das Bereitstellen einer Anten-

nenanordnung wie oben beschrieben. Auf das Lotpad wird Lotpaste
aufgebracht und die Antennenanordnung wird an der Leiterplatte
angeordnet, so dass die mindestens metallisierte Kontaktflache
auf der Stirnseite der Antennenplatine das Lotpad kontaktiert und
fldchig an diesem anliegt. SchlieRlich wird durch Aufschmelzen
der Lotpaste die Lotverbindung zwischen der Leiterplatte und der
Antennenanordnung hergestellt. Die Antennenanordnung kann dabei
in dhnlicher Weise wie Ubliche SMD-Bauelemente automatisiert

verarbeitet werden.

Bei dem Anordnen der Antennenplatine an der Leiterplatte wird ein
an der Stirnseite der Antenne befindlicher Vorsprung durch ein
Durchgangsloch (einen Schlitz) in der Leiterplatte gesteckt.

Dies ermdglicht eine zuverlassige und korrekte Bestilickung der
Leiterplatte mit der Antennenanordnung und verhindert ein un-—
gewolltes Verdrehen oder Kippen der Antenne, die im Wesentlichen
senkrecht zur Leiterplatte steht. Die Lotverbindung erfolgt

beispielsweise mittels Reflow-Loten.

SchlieRlich wird ein Ausfihrungsbeispiel eines Antennenmoduls
beschrieben, das eine Leiterplatte mit mindestens einem Lotpad
sowie eine Antenne aufweist, die eine Platine mit Vorder- und
einer Riickseite umfasst. Auf der Vorderseite und/oder der
Riickseite der Platine ist eine Antennenstruktur angeordnet. Auf
der Stirnseite der Platine befindet sich mindestens eine me-
tallisierte Kontaktfladche, welche mit der Antennenstruktur
elektrisch verbunden ist. Die an einer Stirnseite der Platine
angeordnete Kontaktflache liegt fldchig an dem Lotpad an und ist

an diesem mittels einer Lotverbindung befestigt.

Samtliche elektrischen Verbindungen zwischen Antenne und Lei-
terplatte kdnnen mittels Oberfli&chenmontagetechnik (SMT) her-
gestellt werden, was eine signifikante Reduktion der Produk-

tionskosten erlaubt.
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Die Erfindung wird nachfolgend anhand der in den Figuren der
Zeichnungen dargestellten Ausfilhrungsbeispiele ndher erlautert.

In den Abbildungen zeigt:

Figur 1 mehrere Ansichten eines Beispiels einer zur Ober-

flachenmontage geeigneten PCB-Antenne;

Figur 2 eine Draufsicht auf eine Elektronikplatine mit SMT-
Lotpads flr die Oberfld&chenmontage einer PCB-Antenne

gemall Fig. 1 und

Figur 3 eine Frontansicht der Elektronikplatine aus Fig. 2 mit
darauf mittels Oberflachenmontagetechnik befestigter

PCB-Antenne.

In den Figuren bezeichnen gleiche Bezugszeichen gleiche oder
adhnliche Komponenten mit gleicher oder dhnlicher Ausgestaltung

oder Funktion.

In Figur 1 ist ein Beispiel einer PCB-Antenne 100 dargestellt,
welche zur Montage auf einer Leiterplatte (siehe Figur 2) mittels
einer Oberfladchenmontagetechnik ausgestaltet ist. Die Leiter-
platte kann Bestandteil eines Antennenmoduls sein, welches z. B.
wie eingangs beschrieben in oder an einem Fahrzeugdach angeordnet
sein kann. Figur la zeigt eine Ansicht der unteren Stirnseite der
Antenne, Figur 1b eine Ansicht der Riickseite 102, Figur 1lc eine
Seitenansicht, Figur 1d eine Ansicht der Vorderseite 101 mit
darauf angeordneter Antennenstruktur 110 und Figur le eine
isometrische Darstellung. Die dargestellte PCB-Antenne kann
daher als SMD-Bauelement (Surface Mounted Device = SMD) angesehen
werden. SMD-Bauelemente haben im Gegensatz zu Bauelementen zur
Durchsteckmontage (Through Hole Technology = THT) keine An-
schlussdrahte oder Anschlussstifte, sondern werden mittels
16tféhiger Anschlussfldchen direkt auf korrespondierende Lot-
pads (Lotfladchen) einer Leiterplatte geldtet. Die Technik zur

Montage von Bauelementen an der Oberfldche einer Leiterplatte
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wird auch als Oberfldchenmontagetechnik (Surface Mounting

Technology = SMT) bezeichnet.

Allgemein sind PCB-Antennen mit Hilfe von auf einer Platine
angeordneten Leiterbahnen realisiert. Im vorliegenden Fall
besteht die Platine 100 aus einem dielektrischen Material,
beispielsweise aus faserverstadrktem Kunstharz (z. B. FR-4 oder
dhnlichem) . Auf einer Vorderseite 101 oder einer Rickseite 102
ist eine Antennenstruktur 110 angeordnet. Die Antennenstruktur
110 wird durch auf der Platine angeordnete Streifenleiter
gebildet, deren geometrische Ausgestaltung abhédngig von den
gewlinschten Sende-/und Empfangseigenschaften entworfen wird.
Die Antennenstruktur 110 kann sich auch Uber die Vorder- und die
Rickseite 101, 102 der Platine 100 erstrecken. Auf der Platine
100 konnen auch mehrere separate Antennenstrukturen 110 an-
geordnet sein, beispielsweise zum Empfang von Funksignalen in

unterschiedlichen Frequenzbereichen.

Zur elektrischen Verbindung der Antenne mit einer Leiterplatte
welst die untere Stirnseite mindestens eine metallisierte
Kontaktfldche auf. Im vorliegenden Beispiel sind auf der
Stirnseite zwei metallisierte Kontaktfl&chen 120 und 121
vorgesehen (in Fig. la schraffiert dargestellt). Um die Kon-
taktfldchen besser mit korrespondierenden LOtpads einer Lei-
terplatte mittels Loten verbinden zu kodnnen, konnen die Kon-
taktfldchen verzinnt sein. Die metallisierten Kontaktfldchen
befinden sich nicht nur auf der Stirnseite der Platine 100,
sondern kénnen auch die Kante zur Vorderseite 101 sowie die Kante
zur Riickseite 102 umschlieBen (siehe Fig. 1b und 1d). Auf der
Vorderseite 101 (und ggf. auch auf der Riickseite 102) der Platine
100 sind die metallisierten Kontaktfldchen 120 und 121 mit der

Antennenstruktur verbunden.

Nicht alle Kontaktfldchen miissen zwangslaufig eine elektrische
Funktion erfiillen und mit der Antennenstruktur 110 elektrisch
verbunden sein. Eine Lotverbindung zwischen einer Kontaktflidche

an der Stirnseite der Platine 100 und dem korrespondierenden
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Kontaktpad einer Leiterplatte kann auch eine rein mechanische
Funktion erfiillen, d. h. eine mechanisch stabile Verbindung

zwischen Antenne und Leiterplatte gewdhrleisten.

In Figur 2 ist ein Teil einer Leiterplatte 200 dargestellt, an
dem die PCB-Antenne gemal Figur 1 montiert wird. Die PCB-Antenne
100 wird derart an der Leiterplatte 200 angeordnet, dass die
Kontaktfldchen 120 und 121 an der Stirnseite der Antennenplatine
100 an korrespondierenden Lotpads 220 und 221 der Leiterplatte
fldchig anliegen. Vor der Montage wird auf die Lotpads ib-
licherweise eine Ldotpaste aufgetragen, um das anschlieRende
Reflow-Loten zu ermdglichen. Damit die Antennenplatine 100 vor
dem Loten anndhernd senkrecht auf der Leiterplatte 200 fixiert
ist und nicht verrutschen oder umfallen kann, kann die Antenne
beispielsweise an der Leiterplatte 200 angeklebt sein. Der Kleber
wird dabei, wie bei der Oberfldchenmontage iiblich, vor dem
Bestiicken der Leiterplatte 200 auf diese aufgetragen (vor oder
nach dem Auftragen der Lotpaste oder von Lot-Preforms). Flr die
anschlieRende automatische Bestiickung kdnnen Antennen gemal dem
inFigur 1 dargestellten Beispiel gegurtet zur Verfiigung gestellt

werden, was eine einfache automatische Verarbeitung erlaubt.

Um eine einfache und korrekte Platzierung der Antennenplatine 100
auf der gewinschten Stelle einer Leiterplatte 200 zu gewdhr-
leisten, kann die Antennenplatine 100 zumindest einen Vorsprung
105 an ihrer unteren Stirnseite aufweisen, welcher in einen
korrespondierenden Schlitz 205 der Leiterplatte einsteckbar ist.
Der Vorsprung 105 kann eine Metallisierung aufweisen. Dies ist
jedoch nicht zwangsl&ufig notwendig, da dieser Vorsprung 105
keine elektrische Funktion erfiillt, sondern lediglich dazu
dient, vor dem Loten die Antenne in der korrekten Sollposition
an der Leiterplatte 200 zu halten. Dadurch, dass der Schlitz 205
ldnglich ist (die Form eines Langlochs hat) und der Vorsprung 105
einen entsprechenden rechteckigen Querschnitt aufweist, wird die

Antennenplatine 100 verdrehsicher in dem Schlitz 105 gehalten.
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Figur 3 ist eine Darstellung einer Leiterplatte 200 und einer

Antenne gemdR Figur 1 in montiertem Zustand.

Durch die hier beschriebene Ausgestaltung der PCB-Antenne 100
kann die Antenne wie andere SMD-Bauelemente verarbeitet werden,
was eine signifikante Reduktion der Produktionskosten ermdg-
licht. Die Montage gestaltet sich einfacher als bei bisherigen
Antennenbauformen, insbesondere entfallt eine manuelle Be-
stiickung der Leiterplatte mit der Antenne. Ein aufwidndiges
selektives Lotverfahren ist nicht mehr notwendig. Vielmehr kann
die PCB-Antenne 100 zusammen mit anderen SMD-Komponenten bei-
spielsweise mittels Reflow-Loten (Lotschicht 230) mit der

Leiterplatte 200 verbunden werden.
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Patentanspriiche

Antenne, die Folgendes aufweist:

— eine Platine (100) mit Vorder— und einer Rickseite
(101, 102) und einer auf der Vorderseite (101) oder der
Rickseite (102) oder sowohl auf der Vorderseite (101) als
auch der Riickseite (102) angeordneten Antennenstruktur
(110);

- mindestens eine an einer Stirnseite der Platine (100)
angeordnete und mit der Antennenstruktur (110) elektrisch
verbundene metallisierte Kontaktflache (120, 121) zur
Oberflachenmontage an einer Oberfldche einer Leiter-
platte (200).

Antenne gemal Anspruch 1, wobei die Stirnseite eine Kante
zur Vorderseite (101) und eine Kante zur Rickseite (102)
aufweist und die mindestens eine metallisierte Kontakt-

flache (120, 121) beide Kanten zumindest teilweise umgibt.

Antenne gem@B Anspruch 1 oder 2, die an der Stirnseite der
Platine (100) einen Vorsprung (105) aufweist, der durch eine
korrespondierende Offnung (205) in der Leiterplatte (200)

durchsteckbar ist.

Antenne gemal Anspruch 3, bei welcher der Vorsprung (105)

keine Metallisierung aufweist.

Verfahren zur Assemblierung eines Antennenmoduls, das

Folgendes umfasst:

— Bereitstellen einer Leiterplatte (200) mit mindestens
einem Lotpad (220, 221);

— Bereitstellen einer Antenne gemdl Anspruch 1;

— Aufbringen von LOtpaste auf das mindestens eine Lotpad
(220, 221);

— Anordnen der Antenne (100) an der Leiterplatte (200), so
dass die mindestens eine metallisierte Kontaktflache
(120, 121) auf der Stirnseite der Platine (200) der
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Antenne das mindestens eine Lotpad (220, 221) kontaktiert
und fldchig an diesem anliegt;
— Herstellen der Lotverbindung durch Aufschmelzen der

Lotpaste.

Verfahren gem@B Anspruch 5, bei dem das Anordnen der Antenne

an der Leiterplatte (200) umfasst:

— Durchstecken eines Vorsprungs (105) an der Stirnseite der
Antenne (100) durch ein Durchgangsloch (205) in der
Leiterplatte (200).

Verfahren gem@&B Anspruch 5 oder 6, bei dem die Loétverbindung

mittels Reflow-Loten hergestellt wird.

Antennenmodul, das Folgendes aufweist:

— elne Leiterplatte (200) mit mindestens einem Lotpad;

— eine Antenne umfassend eine Platine (100) mit Vorder- und
einer Rickseite (101, 102), eine auf der Vorderseite (101)
oder der Riickseite (102) oder sowohl auf der Vorderseite
(101) als auch der Rilckseite (102) angeordneten An-
tennenstruktur (110), sowie mindestens eine an einer
Stirnseite der Platine (100) angeordnete und mit der
Antennenstruktur (110) elektrisch verbundene metalli-
sierte Kontaktfladche (120, 121);

wobei die an einer Stirnseite der Platine (100) angeordnete

Kontaktflache (120, 121) fldchig an dem Lotpad (220, 221)

anliegt und an diesem mittels einer LOotverbindung befestigt

ist.

Antennenmodul gemal Anspruch 8,

wobeil die Leiterplatte (200) ein Durchgangsloch (205) neben
dem mindestens einen Lotpad (220, 221) aufweist,

wobeil die Antenne an der Stirnseite der Platine (100) einen
Vorsprung (105) aufweist, der durch das Durchgangsloch
(205) in der Leiterplatte (200) eingesteckt ist.
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10. Antennenmodul gemaB Anspruch 8 oder 9, bei dem samtliche
elektrischen Verbindungen zwischen Antenne (100) und

Leiterplatte (200) mittels Oberfladchenmontagetechnik (SMT)
hergestellt sind.
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